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Die folgenden Angabun sind den v 
(g) Verfahren zur Montage eines elektronischen Bauelementes auf etner Tragerstuktur in 
@ Es wird ein Verfahren i-ur Montage eines eiokt-onischen 

Bauelements (7) auf eincr Tragerstruktur (1) in Face- 

Down-Technik vorgestelit, bei dem die zw'sclien Bauele- 

ment i7) und Tragerstruktur (1) vorh.ar.dene Kiebeschicht 

irs einem ersten Arbeitsschritt auf eirier dor oinander zu- 

gewandten Saiten von Tragerstruktur (1) und/oder Bau- 

element (7) vollflachig ohne komplette Aussparung von 

Korttaktflachen (2) aitfgetragen virird, welche zur elektri- 

schon Varbindung zwischen Bauelement (7) und Trager- 
struktur (1) dianen. ErfindungsgemafS vnrd anschlieliend 

auf die mit der Klebeschicht (3) versehenen Kontaktfla- 

chen (2) eine Materialanhaufung (4) aus leitendem Mate- 
rial zur Blldung einer Korrtaktbriicke mittels eines Spritz- 

vorganges mit hoher Gescliwindlgkait so aufgebracht, 

dass das im Bereicli der Kontaktflachen (2) befindliche 

Material der Klebeschiciit {3) verdrangt wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfehren zur Montage 

eines elekironischen Bauelementes auf einer Tragerslruktur 
in Face-DowD-Technik, bei dem das Bauelement in montier- S 
tem Zustand durch dae Klcbeschicht an seiner dcr Trager- 
stniktur zugewandten struklurierten Seite mit der Obereeite 
dcr Tragerslruktur verbunden wird und wobei in montiertem 
Zustand zwischen sich gegeniiberliegenden Kontaktflachen 
an Tragerstruktur und elektroniscliem Bauelement einc iO 
elektrisch leitende Verbindung mittels aus leitendem Mate- 
rial bestehenden Kontaktbriicken (Bumps) heigestellt ist. 
[0002] Das eingangs geschilderte gattungsgemSBe V^rfah- 
ten wird in vielen Bereichen der Elektronikindustrie einge- 
setzt, so aucfa unter anderem zur Herstellung von Chipnio is 
dulen fiir Datentragerkarten. Die genannten Bumps Uber- 
briicken dabei den Weg zwisclien sich spiegelbiidlich ge- 
genuberliegenden Aoschlussstrukturen und werden mit un- 
terschie<ilichen Vfertahren hergestellt. Als Material der 
Bumps konnen hierbei neben reinen Metallcn und Lotwerk- 20 
stoffen UDler anderem Tj^itkieber verwendet werden, wobei 
die Klebeeigensfhaften des venvendeten Materials zu einer 
ersten provisorischen Fixierung des Bauelementes auf der 
Tragerstruktur benuly^t werden. In aller Kegel ist die inecha- 
nische Belastbarkeit der mittels Leitkleber hergesieUten 25 
Bumps jedoch so gering, dass dicsc fur cine endgtiltigc Fi- 
xierung des Bauelementes nicht ausreichend ist, Aus diesem 
Grunde wird in einem weiteren AEbeitsschritt in den Zwi- 
schenraum zwischen Unterseile des Bauelementts und 
Obereeite der Tragerstruktur ein zusStzliches Klebematerial 30 
als so genannter Underflller eingebracht. Der zusatzlich ein- 
gebrachte Kleber stellt hierbei die daueriiafte Fixierung des 
Bauelementes auf der Tragerstruktur sicher. 
[0003] Es ist leicht einsehbar, dass der geschilderte Ver- 
fahrensabiauf mit seinen einzelnen Arbeitsschritlen und 35 
hierbei insbesondere das Einbringen des Underfillers in den 
Zwischenraum zwischen Baueicmcnt und Tragerstruktur zu 
niclit unerheblichen Kosten fuhn. Erganzend ist darauf hin- 
zuwcisen, dass bci den gcschildcrtcn aus dcm Stand dcr 
Technik bekannten Verfahren unter UmsCanden nach dem '^io 
Herstelien der Bumps aus leitlahigem Kieber und dem Auf- 
selzen des Bauelementes als zusStzlicher Arbeitsschritt ein 
Ausharten der Bumps erforderUch isL Hierdurch erhdht sicli 
die Gesamtfertigungszeit der elekironischen Anordnung zu- 
satzlich. 45 
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, dass 
aus den eingangs geschilderten Arbeitsschritlen bestehende 
gattungsgcmaBe Verfahren so welter zu entwickeln, dass die 
Montage eleklronischer Bauelemente auf enisprechenden 
Tragerstrukturen erheblich veteinfacht und somil wesentlich 50 
kostengtinstiger gestaltet wird. 

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die in 
den nebengeordnerten Anspriichen 1 und 2 offenbarten tech- 
nischen Lehren geiSst, Es isl bei dem erfindungsgemafJen 
erslen Verfahren voigesehen, dass die Ktebeschichl in einem 55 
ersten Arbeiteschritt auf der slruklurierten Seile des Bauele- 
mentes vollflaclitg ohne komptette Aussparung der Kontakt- 
flachen aufgelragen wild, anschUeBend in einem weiteren 
Arbeitsschritt vor der Aushartung der Klebeschicht auf die 
Kontaktflachen des Bauelementes eine Maierialanhaufung 6o 
aus dem leitenden Material zur Bildung der Kcmlaktbrucke 
mittels eines Sprit/vorganges mil hoher Geschwindigkeit so 
aufgebracht wird, dass das im Bereich der Kontaktflachen 
bcfindliche Material der Klebeschicht verdrangt wird. Die 
Viskositat und Schichtdicke der Klebeschicht ist dabei 65 
cbenso wie das Volumen und die Htgenschaften des leiten- 
den Materials dem erfindungsgemaSen Verfahren angepasst, 
AbschiieBend ertblgt nach dern Aufsetzen des so vorbereite- 
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ten Bauelementes an die erforderliche Position auf der Tra- 
gerstruktur eine gleichzeilige Aushartung von Klebeschicht 
und elektrisch leitenden Kontaktbriicken (Bumps). Das ge- 
schilderte Verfahren zeichnet sich insbesondere dadurch 
aus, dass das zeilaufwendige Einbringen eines Underfillers 
in den Zwischenraum zwischen Baueiement und THger- 
strukturzur endgUlligen Fixierung von JSrsteEem vollstandig 
entfallen kann. Dariiber hinaus findet durch die gemeinsanie 
Aushriilung von Kontaktbriicken und Klebeschichtmaterial 
eine weitere Hersteilungszeitreduzierung und somit eine 
Ilerabseizung der Hetstellkosten statt. Vor dem Auftragen 
der Klebeschicht konnen die Kontaktflachen des Bauele- 
mentes an der zu beschichtenden Seite durch eine Under- 
Bump MelaEisierung voibereilet werden. 
[0006] Enlsprechend einer mil den gleichen Zeit- und Ko 
stenvorteilen versehenen aitemativen Ausgestaltungsva- 
riante kann das erfindungsgemaBe Verfahren auch dadurch 
durchgefilhrt werden, dass die Klebeschicht In einem ersten 
Arbeitsschritt auf der Oberseite der Tragerstruktur vollfla- 
chig ohne koraplette Aussparung der Kontaktflachen aufge- 
lragen wird, anschlieSend in einem weiteren Arbeitsschritt 
vor der Aushartung der Klebeschicht auf die KontaktflJichen 
eine Materialanhaufung aus dem leitenden Material zur Bil- 
dung der Kontaktbriicken mittels eines Spritzvorganges itiit 
hoher Geschwindigkeit so aufgebracht wird, dass das im Be- 
reich der Kontaktflachen bcfindliche Material dcr Klebe- 
schicht verdrSngt wird und nach dem Aufsetzen des Bauele- 
mentes an die erforderliche PMition auf der vorbereileten 
Tragerstruktur eine gleichzeitige AushSrtung von Klebe- 
schicht und elektrisch leitenden Kontaktbriickerj (Bumps) 
erfolgt, Vorteilhafterweise besilzl das Bauelement auch bei 
dieser Verfahrensvariante eine Under-Bump-Metallisierung 
auf seinen Kontaklfiachen. 

[0007] Die mittels der beschriebenen erflndungsgemSBen 
Verfahren hergcstellten Bauelemente werden. danach in der 
iiegel in oder auf Chipkarten befestigl, jedocli sind auch an- 
dcrc Einsaizgcbietc auf dem Elektroniksektor der Bauele- 
mente denkbar. 

[0008] Im Folgendcn wird das crfinciungsgeniaBe Verfah- 
ren anhand der beigefugten Fig. 1 und 2 naher eriautert, 
[0009] In der fig, 1 ist dabei eine Tragerstruktur 1 darge- 
slelll, welche mil mehreren Konlaktflachen 2 versehen ist, 
Diese Tragerstruktur 1 wird zur Vorbereitung der Montage 
eines elektronischen Bauelementes zuniichst auf seiner 
Oberseite mit einer Klebeschicht 3 versehen, Wie aus der 
Fig, 1 deutlich wird, ist die Klebeschicht 3 voUflachig aus- 
gefuhrt und uberdccki sowohl die KontakEflachen 2 als auch 
die zwischenliegcndcn Bcrciche der Tragerstruktur 1, In ei- 
nem anschlieBender; .Arbeiisschritt wird sodann auf die 
Kontaktflachen 2 jcvveiis eiiie Malerlaianhaufung 4 in Fonn 
so genannter Bumps miticis eines in der Zeichnung als 
Blackbox dargestellten geeigneten Spritzgerates 5 aufge- 
bracht. Ein jeweils eine Malerialanhiiufung 4 bildender 
Tropfen 6 wird hierbei mittels des Spritzgerilies 5 in seiner 
Volumen menge dosiert und auf eine so groBe Geschwindig- 
keit besdileunigt, dass beim Auftrefifen des TVopfens 6 auf 
die Klebeschicht 3 deren Material im Bereich der Kontakt- 
flachen 2 verdrangt wird, dss Material des Ttopfens 6 bis zur 
Kontaktflache 2 die Klebeschicht 3 durchwandert und mit 
der AuBenflache der Klebeschicht eine bundige Oberflache 
biidet oder aus dieser geringfiigig nach oben herausragt. 
Voraussetzung hierfiir isl es, dass nach dein vorhergehenden 
Auftragen der Klebeschicht 3 noch keine Aushartung des 
Klebcschichtmatcrials stattgcfunden hat. Ist die Trager- 
struktur 1 durch die geschilderten Arbeitsschritte fiir die 
Montage eines elekironischen Bauelementes 7 bcispiets- 
weise in Form eines Chips vorbereitet, so wird dieser mit 
seiner Unterseite und darauf befindlichen mit den Kontakt- 
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flachen 2 auf der Tragerstruktur 1 korrespondierenden wei- 
teien Kontaktflachra auf die Tragerstruktur 1 aufges^t. 
Durch den Aufsetzvorgang wird gleichzeitig eine endgiiltige 

Fixierung des Bauelementes 7 mittels der Klebeschicht 3 
auf der Tragerstruktur 1 vorgenommen und dariiber hiriaus 5 
durch die Kontaktbriicke der Materialanhaufung 4 (Bump) 
eine elektrisch leitende Verbindung zwischeti elektroni- 
schem Bauelenient 7 und Tragerstruktur 1 geschaffen, die 
gleichzeitig geringfiigig zur endgultigen Fixierung beitragt, 
AbschlieBend erfolgt eine gleichzdtige AushSrtung des Kle- lo 
beschichtmaterials und der elektrisch leitenden Substanz der 
MateriaLanhaufung 4, 

[0010] Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die ein- 
zelnen Ablaufe des altemativen erflndungsgemaSen Vferfali- 
rens 2U schildem, bei dem zur MoQtagevorbereitung des is 
elektronischen Bauelementes 7 auf der Trlgerstruktur 1 die 
Klebeschicht 3 auf der Unterseitc des elektronischen Bau- 
elementes 7 au^gebracht wird und anschlieBend im Bereich 
der Kontaktflachen mittels eines gcdgncten Spritzgerates 
Materiatanhaufungen aufgebracht werrfen, da fur den Fach- 20 
mann aus den dargelegten Figuren die alternative Geslal- 
tung des erfindungsgeiuiiESen Verfahrens zweifellos deullich 
wird, 

Bezugszeichenliste 25 

1 Tragerstruktur 

2 Kontaktllache 

3 Klebeschicht 

4 Materialanhaufung 30 

5 SpritzgeraE 

6 Tropfen 

7 eleklronisches Baueleinenl 

Patentanspriiche 3S 

1. Vcrfahrcn zur Montage cincs elektronischen Bau- 
elementes (?) auf einer IVagerstruktur (1) in Face- 
Down-Tcchnik, bei dem das Baucloincnt (7) in seiner 
montierten Position durch eine Klebeschicht (3) an sei- 40 
ner der Tragerstruktur (1) zugewandten strukturierten 
Seile iiiil der Oberseile der 'Mgerslruktur verbuaden 
wird und wobei in montieriem Zusiand zwischen sich 
gegcniiber liegeuden Kontaktflachen (2) an Trager- 
struktur (1) und elektronischem Bauelement (7) eine 45 
elektrisch leitende Verbindung mittels aus leitendem 
Material bestehenden Korttaklbriicken (Bumps) berge- 
stellt wird, dadurcli gckcnnzcichnct, dass die Klebe- 
schicht (3) in einem ersten Arbeitsschritt auf der Unter- 
seite des Bauelementes (7) vollflacfaig ohne komplette 50 
Aussparung der Konlaktfiachen (2) aufgetragen wird, 

in einem weiteren Arbeitsschritt vor der Aushiirtung 
der Klebeschicht (3) anschlieBend auf die Kontaktfla- 
chen (2) eine MaterialaahSufung (4) aus dem leitenden 
Material zur Bildung der Kontaktbriicke mittels ein^ 55 
Spritzvoigatiges mit hoher Geschwindigkeit so aufge- 
bracht wuxL, dass das im Bereich der Kontaktflachen 
(2) befindlicbe Material der Klebeschicht (3) vetxtrSngt 
wird und nach dem Aufselzen des so vorbereiteten 
Bauelementes (7) an die erfotderMche Position auf der <50 
Tragerstruktur (1) eine gleichzeitige Aushartung von 
Klebeschicht (3) und elektronisch leitenden Koniakt- 
brucken (Bumps) erfolgt. 

2. Verfahren zur Montage eines elektronischen Bau- 
elementes (7) auf einer Ttagerstruktur (1) in Face- fis 
Down-Technik, bei dem das Bauelement (7) in seiner 
montierten Position durch eine Klebeschicht (3) an sei- 
ner der Tragerstruktur (1) zugewandten strukturierten 
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Seite mit der Oberseite der Tragerstruktur verbunden 
wird und wobei in montiertem Zustand zwischen sich 
gegeniiber liegenden Kontaktflachen (2) an Tr^er- 
struktur (1) und elektronischem Bauelement (7) eine 
elektrisch leitende Verbindung mittels aus leitendem 
Material bestehenden Kontaktbriicken (Bumps) hcrge- 
stellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebe- 
schicht (3) in einem ersten Arbeitsschritt auf der Ober- 
seite der Tragerstruktur (1) voUfiachig ohne komplette 
Aussparung der KontaktHachen (2) aufgetragen wird, 
in einem weiteren Arbeitsschritt vor der Aushartung 
der Klebeschicht (3) anschlieBend auf die Kontaktfla- 
chen (2) eine Materialanhaufung (4) aus dem leitenden 
Material zur Bildung der Kontaktbriicke mittels cities 
Spritzvorganges mit hoher Geschwindigkeit so aufge- 
bracht wild, dass das im Bereich der Kontaktflachen 
(2) befindlichc Material der Klebeschicht (3) verdrangt 
wird und nach dem Aufsetzen des Bauelementes (7) an 
die erfonierliche Position auf der vorbereiteten 'lYager- 
straktur (1) eine gleichzeitige Aushartung von Klebe- 
schicht (3) und elektronisch leitenden Kontaktbriicken 
(Bumps) erfolgt. 

3. Verfahren zur Montage eines elektronischen Bau- 
elementes (7) auf einer Tragerstruktur (1) nach An- 
spruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kontaktflachen (2) vor dem Vcrfahrensschritt des Kle- 
berauftrages mit einer Under-Bump-Metallisierung 
versehen werden. 
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